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allegro 17.2 新功能-合理减少EQ（二）
良好的设计以加工工艺为基本原则，优先保证产品的可靠性。可靠性的实现基于对生产工艺的理解和判断，allegro 17.2在DFX检查方面可以给工程师有力的保障。在大型的单板设计中实际应用效果都很突出，可以减少设计中的失误，确保设计过程的准确以及有效，极大的提高我们的信心，保证设计一次成功。
最新的allegro 17.2集成了布线细节自动检查，包括了多达2000条的设计细节规则和高速领域关键设计规则，同时还可以进行整板的阻抗检查及耦合情况分析，它还集成了DFM细节检查，这些功能将极大的减少EQ工程师检查PCB制程工艺方面的工作量,减少疏漏，提升PCB设计一次性通过的概率，极大提升了设计效率。例如：背钻优化，背钻会在需要钻的层上面直接加上扩大的禁布区，可以在封装里面进行背钻孔的设置，而且会把所有背钻种类列出来然后根据需要选择，使设置背钻更为简洁。如下图所示，背钻会像钻孔的一样，生成可视化的图形，便于检查，同时可以自己自定义参数。
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而allegro17.2版本最大改善之一是再次修改完善DFX检查功能，使可加工性检查更加方便，将低级的生产加工问题进行提前规避。以往layout设计对于下述检查项更多是依靠人工检查或者valor检查，将带有完整信息的修改意见回传给设计工程师进行整改，双方都需要时间响应。 [image: C:\Users\xiaoyongchao0638\Desktop\Catch0646(04-20-09-39-11).jpg]
但是在最新的17.2版本，加工工艺问题也可以像阻抗间距一样设置规则来检查。在规则管理器中，新增加Manufacturing层可设置规则约束如下所示：[image: ]
outline规则设置[image: ]
copper spacing
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DRC开关
由于设置规则细节和步骤较多，详细的设置DFX规则可根据17.2的help文档设置。
当我们的DFX规则设置完成之后。软件会对违反规则部分进行DRC警示，而且对于不同类型的DRC进行分类整理；同时可通过相应坐标找到相应问题点，对DRC进行可视化审核标记，如下所示：
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DRC分类
[image: ]
[image: ]
DRC展示
同时设置好的DFX规则是支持导入/导出，可设置好万能模板走天下。
总结：理想情况下，设计最好能完全避免DFX问题。但是真实的设计条件下，DFX问题一定是存在的。由于不是所有的DFX都会产生致命问题，所以对检查结果要进行分析和判断，在设计中对成本、性能 、时间等做一个最佳的权衡。
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